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摘要(译)

描述了一种用于将块状导体连接到柔性电路的平面股的混合连接器。 混
合连接器可包括连接器主体,第一连接器端和第二连接器端。 第一连接器
端部可以附接到连接器主体,并且可以限定具有第一横截面形状的第一开
口,该第一横截面形状对应于股线的第一远端。 第二连接器端可以与第一
连接器端相对地附接到连接器主体,并且可以限定具有第二横截面形状的
第二开口,该第二横截面形状对应于体导体的第二远端。
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